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(57) Abstract: The invention relates to a device for processing substrates, in particular wafers (15), comprising at least one pre-
treatment module (9), at least one post-treatment module (11) and at least one main treatment module (10), wherein the pre-treat-
ment module (9) and the post-treatment module (11) can be switched as transfer channels for the main treatment module (10), and 
to a corresponding method for processing substrates, in particular wafers. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Prozessierung von Substraten, insbesondere Wafern (15), 
mit mindestens einem Vorbehandlungsmodul (9), mindestens einem Nachbehandlungsmodul (11) und mindestens einem Haupt-
behandlungsmodul (10), wobei das Vorbehandlungsmodul (9) und das Nachbehandlungsmodul (11) als Schleuse fur das Haupt-
behandlungsmodul (10) schaltbar sind, sowie ein korrespondierendes Verfahren zur Prozessierung von Substraten, insbesondere 
Wafern. 


